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１．概略 
日本材料学会 X 材料強度部門委員会・溶接残留応力測定小委員会のラウンドロビン試験体の応力測定を

行った． 
 
２．試験方法 

２．１ 材料 

供試体は SM570-1 および SUS304-1 である．納入時の概観を図１に示す．受け入れ時から，SM570-1 の

ビード部にはこすれの痕が認められた． 

２．２ 測定方法 

 測定装置は島津製作所製 XD-D1 を用いた．測定は連続スキャンで行い，SM570-1 では 1deg/min で 4sec

のプリセットタイム，SUS304-1 では 0.5deg/min で 10sec のプリセットタイムとした．照射領域寸法は３×

３ｍｍとして，ビニールテープでマスクした．測定条件を表１に示す．ビードに平行方向をｘ方向，垂直

方向をｙ方向とした．ケガキ線上（x=0）を測定したが，図１(a)に示すように，ビード部にこすれ痕が認め

られたため，ビード中央部（y=0）についてはケガキ線からー24mm（x=-24）のこすれ痕のない部分も測定

した．なお，応力定数は標準値を用いた． 

 

３．測定結果 

SM570-1 の残留応力分布を図２(a)に，68.3%信頼限界を図２(b)に示す．y=0 のデータを除いて x=0 の応

力分布である．y=0 のデータは，こすれ痕のない x=ｰ 24，y=0 での測定結果を示した．図中の（）のデータ

は，こすれ痕の位置である（x=0，y=0）の結果であり，若干小さめの応力値となる． 

SUS304-1 の残留応力分布を図３(a)に，68.3%信頼限界を図３(b)に示す．結果は全て x=0 のケガキ線上の

測定値である．表２および表３にそれぞれ SM570-1 および SUS304-1 の測定値をまとめた． 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) SM570-1 (b) SUS304-1 

 

 
Fig.1. 供試体の外観 

 

 
Table 1. X 線応力測定状件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(a) 残留応力分布 

(b) 信頼限界分布 

Fig.2. SM570-1
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(a) 残留応力分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 信頼限界分布 
 
 Fig.2. SUS304-1 
 



Table 2. 測定結果（SM570-1） 

Table 3. 測定結果（SUS304-1） 

 
 

 


